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一.应用范围: 

           本承认规格书适用于高压电子线路中作耦合，滤波，谐振等。如开关电源、AC-DC 电 

源转换器、DC-DC 电源转换器、网络/通讯接口、LCD 模组背光电源供应器、节能灯镇流 

器等中高压片式陶瓷电容器(MLCC 类)。 

   二. 测试条件: 

        2.1 标准状态: 无特别规定时，在标准状态进行试验及测定。 

 (a) 常温: 15~35℃         (b) 常湿: 45~75%RH         (c) 常压: 86~106kPa 

2.2 标准相对状态: 假如对标准状态的测定值判定有疑问或特别要求的情况下，以标准 

相对状态测定结果判定。 

(a) 常温: 25±2℃         (b) 常湿: 60~70%RH         (c) 常压: 86~106kPa 

   三. 品名构成说明: 

例:  HCM    1206    X7R    102    K    202    P    6    T 

①      ②     ③     ④    ⑤    ⑥    ⑦   ⑧    ⑨   
 

项目 No 表    示    说   明 

① 电容器种类别:    HCM---中高压型 

代码 0805 1206 1210 

L*W (inch) 0.08*0.05 0.12*0.06 0.12*0.10 

L*W (mm) 2.00*1.25 3.20*1.60 3.20*2.50 

代码 1808 1812 2225 

L*W (inch) 0.18*0.08 0.18*0.12 0.22*0.25 

② 产  品 尺 寸:  

L*W (mm) 4.5)*2.00 4.50*3.20 5.70*6.30 

③ 温  度 特 性:    C0G (0±30 PPM/℃),X7R(±15%) 

④ 公称静电容量:    121 ─ 120pF  (三数字法,单位：pF) 

⑤ 静电容量公差:    C - ±0.25pF, D - ±0.5pF, J - ±5%, K- ±10% 

⑥ 额  定 电 压:    202 ─ 2000V DC  (三数字法,单位：V) 

⑦ 端  头 材 料:    S:银,C:铜,P: Ag/Ni/Sn 电镀端电极,N: Cu/Ni/Sn 电镀端电极 

代码 产品厚度 代码 产品厚度 

0 ＜0.55mm 5 1.0±0.05mm 

1 0.60±0.05mm 6 1.15±0.1mm 

2 07.0±0.05mm 7 1.35±0.1mm 

3 0.80±0.05mm 8 1.55±0.1mm 

⑧ 产 品  厚 度: 

4 0.90±0.05mm 9 ＞1.65mm 

⑨ 包  装 方 式:    B：袋装散装品  C: 盒装散装品  T: 卷盘编带品 
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四. 制品结构和尺寸: 

☆ 制品结构: 

                                                    

序号 名称 
① 陶瓷介质 
② 内电极 
③ 外电极 
④ 镍层 
⑤ 锡层 

 

☆ 制品尺寸: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型      号 尺             寸     (mm) 

英制表示 公制表示 L W T W 

0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.20

≤0.55 

0.80±0.20 

1.00±0.20 

1.25±0.20 

0.50±0.20

1206 3216 3.20±0.30 1.60±0.30

0.80±0.20 

1.00±0.20 

1.25±0.20 

1.60±0.30 

0.60±0.30

1210 3225 3.20±0.30 2.50±0.30 ≤2.80 0.80±0.30

1808 4520 4.50±0.40 2.00±0.20 ≤2.20 0.80±0.30

1812 4532 4.50±0.40 3.20±0.30 ≤3.50 0.80±0.30

2225 5763 5.70±0.50 6.30±0.50 ≤6.20 1.00±0.40

 

 

 

 

 

 

W 

 

W

T 

L 

W

L 
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五. 品名规格表: 

☆ 温度特性: C0G (0±30 PPM/℃) 

    

尺寸 额定电压 静电容量(pF) 许允差 厚度(mm) 

1000 1200 1500 1800 
100V DC 

2200 2700 3300 3900 
0.85±0.1 

680 820 1000 1200 
250V DC 

1500 1800 2200  

100 120 150 180 

0805   

(2012) 

630V DC 
220 270 330 470 

J(±5%) 

1.25±0.2 

3900 4700 5600 6800 
100V DC 

8200 10000   
0.85±0.1 

2700 3300 3900 4700 
250V DC 

5600 6800   

100 120 150 180 

220 270 330 470 

560 680 820 1000 

1200 1500 1800 2200 

630V DC 

2700    

J(±5%) 

1 3 5 8 

10 12 15 18 

22 27 33 47 

56 68 82 100 

120 150 180 220 

1KV DC 

270 330 470 560 

C,D,J 

1.25±0.2 

1 3 5 8 

10 12 15 18 

22 27 33 47 

1206  

(3216) 

2KV DC 

56 68 82 100 

J(±5%) 1.60±0.3 

100V DC 15000 18000 22000 27000 

250V DC 10000 15000   

630V DC 3300 3900 4700  

1.25±0.2 

1KV DC 680 820 1000 1200 

1210   

(3225) 

2KV DC 120 150 180 220 

J(±5%) 

1.60±0.3 
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五. 品名规格表: 

☆ 温度特性: C0G (0±30 PPM/℃) 

 

尺寸 额定电压 静电容量(pF) 许允差 厚度(mm) 

100V DC 33000 47000   

250V DC 18000 22000   

630V DC 5600 6800   

1.25±0.2 

1KV DC 1200 1500 1800 2200 

J(±5%) 

2KV DC 270 330 390  

3 5 6 8 

10 12 15 18 

22 27 33 39 

47 56 68 82 

1808   

(4520) 

3KV DC 

100 120 150  

C,D,J 
1.60±0.3 

47000 56000 68000 82000 
100V DC 

100000    

250V DC 27000 33000 39000  

630V DC 8200 10000   

1.25±0.2 

1KV DC 2700 3300 3900  

2KV DC 470 560 680  

180 220 270 330 

1812  

(4532) 

3KV DC 
390    

J(±5%) 

1.60±0.3 
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五. 品名规格表: 

☆ 温度特性: X7R(±15%) 

 

尺寸 额定电压 静电容量(pF) 许允差 厚度(mm) 

1000 1500 2200 3300 

4700 6800 10000 15000 100V DC 

22000    

0.60±0.1 

1000 1500 2200 3300 
250V DC 

4700 6800 10000  

680 820 1000 1500 

2200 3300 4700 6800 

0805   

(2012) 

630V DC 

10000    

K 

1.25±0.2 

39000 47000 56000 68000 
100V DC 

82000 100000   
0.85±0.1 

15000 22000 33000 47000 
250V DC 

68000    

1000 1500 2200 3300 

4700 6800 10000 15000 630V DC 

22000 27000 33000  

220 270 330 470 

680 1000 1500 2200 

2700 3300 4700 6800 
1KV DC 

10000    

1.25±0.2 

150 220 270 330 

470 680 1000 1500 

2200 2700 3300 4700 

1206  

(3216) 

2KV DC 

5600    

K 

1.60±0.3 

150000 220000 330000 470000 
100V DC 

680000 1000000   

250V DC 100000 150000 220000 330000 

630V DC 47000 68000   

1.25±0.2 

1KV DC 12000 15000   

1210   

(3225) 

2KV DC 6800 8200 10000  

K,M 

1.60±0.3 
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五. 品名规格表: 

☆ 温度特性: X7R(±15%) 

 

尺寸 额定电压 静电容量(pF) 许允差 厚度(mm) 

100V DC 1000000 15000000   

250V DC 470000 560000   

630V DC 100000 150000 220000  

1.25±0.2 

22000 27000 10000 12000 
1KV DC 

15000    
1.60±0.3 

100 150 220 270 

330 390 470 680 

820 1000 1200 1500 

1808   

(4520) 

3KV DC 

1800 2200 2700 82 

K,M 

2.00±0.3 

100V DC 2200000    

250V DC 680000    

630V DC 270000    

1.25±0.2 

1KV DC 33000 39000   

2KV DC 18000 22000   
1.60±0.3 

3300 3900 4700 5600 

1812  

(4532) 

3KV DC 
6800    

K,M 

2.00±0.3 
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六. 规格及测试方法: 

No 项    目 规   格 测  试  方  法 

1 使用温度范围 -25~+125℃  

2 外观及尺寸 
1.外观无可见损伤 

2.尺寸符合规格要求 

目视检查外观. 

尺寸使用游标卡尺测量. 

3 静电容量 符合规定许容差以内 

① C0G 特性: 

标称容量 测试频率 测试电压 

≤1000pF 1MHz±10% 

＞1000 pF 1KHz±10% 

1.0±
0.2Vrms 

② X7R 特性: 

标称容量 测试频率 测试电压 

≤10uF 1KHz±10% 
1.0±

0.2Vrms 

＞10uF 120Hz±24 
0.5±

0.1Vrms  

C0G 特性: 

DF≤0.56%, Cr＜5 pF 
DF≤1.5[(150/Cr)+7]×10-4 

(5pF≤Cr＜50pF) 
DF≤0.15%, 

(50pF≤Cr) 

Cr≤1000pF, 以频率 1±10%MHz,电压 1V±0.2rms

测定. 

Cr＞1000pF, 以频率 1±10%KHz,电压 1V±0.2rms

测定. 

 
4 

损耗角正切    

(DF 值) 

X7R 特性: 

DF≤2.5% 

Cr≤10uF, 以频率 1±10%KHz,电压 1V±0.1rms 测

定. 

Cr＞10uF, 以频率 120±24Hz,电压 0.5V±0.1rms

测定. 

C0G 特性: 

IR≥50000MΩ,C≤10nF 

IR*Cr≥500S,C＞10nF  
5 绝缘电阻 

X7R 特性: 

IR≥10000MΩ,C≤25nF 

IR*Cr≥100S,C＞25nF  

测试电压:额定电压 

测试时间:60±5 秒 

测试湿度:≤75% 

测试温度:25±5℃ 

测试充放电电流:≤50mA 

6 耐电压 无介质被击穿或损伤 

100V≤Vr＜500V,2 倍额定电压,5 秒,Imax:50mA 

500V≤Vr≤1KV,1.5 倍额定电压 5 秒,Imax:50mA 

1KV＜Vr≤2KV,1.2 倍额定电压,5 秒,Imax:50mA 

2KV＜Vr≤3KV,1.2 倍额定电压,5 秒,Imax:50mA 
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六. 规格及测试方法: 

No 项    目 规   格 测  试  方  法 

将电容器在 80-120℃预热 10-30 秒,无铅焊料,使用

助焊剂 

焊锡温度 245±5℃ 
7 可焊性 

1.上锡率应大于 75% 

2. 外观无可见损伤 

焊接时间 2±0.5 秒 

外观 无可见损伤,上锡率≥60% 

静电容

量变化

率 

C0G 特性: 

≤±0.5%或±0.5pF 取较大

值 

X7R 特性: 

≤±15% 

DF 值 同 NO4 

8 
焊锡耐

热性 

IR 同 NO5 

将电容器在 100-200℃预热 10±2秒,浸锡温度:265

±5℃,浸锡时间:5±1 秒.然后取出溶剂清洗干净. 

室温,放置时间:24±2 小时. 

外观 无可见损伤 

9 
抗弯曲

强度 

静电容

量变化

率 

≤±10% 

试验基板：Al2O3 或 PCB 
PCB 板的尺寸： 

厚度: 1.6mm 
长度: 100mm 
宽度: 40mm 

弯曲深度: 1mm 
施压速度: 0.5mm/sec. 
单位: mm 
应在弯曲状态下进行测量。 
 
            20           T=10 
                    
     
 弯 曲

深度 
          

45±2     45±2 
 

10 端头结合强度 外观无可见损伤 

 
施加的力:5N 
 
时间:10±1S 
 

 
 
 
 

 

5N 

PCB 板 
电容器 
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六. 规格及测试方法: 

No 项    目 规   格 测  试  方  法 

11 温度循环 

C0G 特性: 

△C/C≤±2.5%或±0.25pF

取较大值 

X7R 特性: 

△C/C≤±7.5% 

预处理(X7R 特性):上限温度 1 小时,放置 24±1 小

时,初始测量. 

电容器作 5次温度循环. 

步骤 温度(℃) 时间 

1 下限温度 30±3 分钟

2 常温常湿 2~3 分钟 

3 上限温度 30±3 分钟

4 常温常湿 2~3 分钟 

在常温常湿下放置 24±2 小时后再测试. 

外观 无可见损伤 

静电容

量变化

率 

C0G 特性: 

≤±2%或±1pF 取较大值 

X7R 特性: 

≤±10% 

DF 值 ≤2 倍的初始标准 
12 耐湿性 

IR 

C0G 特性: 

IR≥2500MΩ或 IR*Cr≥25S

取较小值 

X7R 特性: 

IR≥1000MΩ或 IR*Cr≥25S

取较小值 

在常温常湿下放置 24 小时后再测试.  

温度 40±2℃ 

湿度 90~95%RH 

时间 500+24,-0 小时 

外观 无可见损伤 

静电容

量变化

率 

C0G 特性: 

≤±2%或±1pF 取较大值 

X7R 特性: 

≤±20% 

DF 值 ≤2 倍的初始标准 
13 

高温负

荷实验 

IR 

C0G 特性: 

IR≥4000MΩ或 IR*Cr≥40S

取较小值 

X7R 特性: 

IR≥2000MΩ或 IR*Cr≥50S

取较小值 

充放电流限制在 50mA 以下. 

温度 125±3℃ 

时间 1000+48,-0 小时 

100V≤V＜500V 2 倍额定电压 

500V≤V≤1KV 1.5 倍额定电压 电压 

1KV＜V 1.2 倍额定电压 

在常温常湿下放置 48±4 小时后再测试. 

 注：NO3，11，12，13 电容（X7R 特性）的初值测定：先放在 150℃预热 1 小时,再常温常压放置 48 小时 

测试. 
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六. 规格及测试方法: 

No 项    目 规   格 测  试  方  法 

使用混合焊锡将电容器焊接在图1的夹具(玻璃

环氧树脂)上,然后再图 2 所释放向加力. 焊接

应用回流焊进行,避免焊接不均及热冲击等不

良现象. 

 

SIZE A B C 

0805(2012) 1.2 4 1.65

1206(3216) 2.2 5 2 

1210(3225) 2.2 5 2.9 

1812(4532) 3.5 7 3.7 

2220(5750) 4.5 8 5.6 

15 
电路板耐弯曲性

能 
不出现裂缝或其它缺陷 
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七. 包装方式: 

☆ 塑胶卷盘结构: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☆ 塑胶带尺寸结构：适合 0805（2012）~1812（4532）型产品 

塑胶带传送方向 
 

代号 

规格    A B C D* E F G* H J T 

1206 

(3216) 

1.95 

± 0.20 

3.60 

± 0.20 

8.00 

± 0.20 

3.50 

± 0.05

1.75 

± 0.10

4.00 

± 0.10

2.00 

± 0.10

4.00 

± 0.1 

1.50 

-0/+0.10

1.85 

Max 

1210 

(3225) 

2.70 

± 0.10 

3.42 

± 0.10 

8.00 

± 0.10 

3.50 

± 0.05

1.75 

± 0.10

4.00 

± 0.10

2.00 

± 0.05

4.00 

± 0.10 

1.55 

-0/+0.10

3.2 

Max 

1808 

(4520) 

2.20 

± 0.10 

4.95 

± 0.10 

12.00 

± 0.10 

5.50 

± 0.05

1.75 

± 0.10

4.00 

± 0.10

2.00 

± 0.05

4.00 

± 0.10 

1.50 

-0/+0.10

3.0 

Max 

1812 

(4532) 

3.66 

± 0.10 

4.95 

± 0.10 

12.00 

± 0.10 

5.50 

± 0.05

1.75 

± 0.10

8.00 

± 0.10

2.00 

± 0.05

4.00 

± 0.10 

1.55 

-0/+0.10

4.0 

Max 

注：*表示此处对尺寸的要求非常精确。 
 

 

 

芯片孔 

面胶 

传送带 

胶盘 

T 

送带孔 

A 

B 

H G F 

E 

D 
C 

J 芯片方穴 

 
片式电容 
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七. 包装方式: 

☆ 传送带的前后结构： 
 

尾部（空带）              芯片传送         空带             带头（面胶面） 
 
 
 
 
 
 

大于 200 mm                                 大于 200 mm          大于 200 mm 

 
                                                         传送方向 

☆ 卷盘尺寸     

 
(单位: mm)   

卷盘型号 A B C D E F G 

7
′
REEL φ178±2.0 3.0 φ13±0.5 φ21±0.8 φ50或更大 10.0±1.5 12max 

13′REEL φ330±2.0 3.0 φ13±0.5 φ21±0.8 φ50或更大 10.0±1.5 12max 
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七. 包装方式: 

   ☆ 关于卷带面胶剥离强度的说明: 
 

         (a)纸带 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 塑料胶盘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

标准：0.1N<剥离强度<0.7N 
在剥离时，纸带不能有纸碎, 也不能粘在底、面胶上。 
 

☆ 包装数量  
        

包装形式和数量   单位: pcs 
尺寸 

胶带卷盘（ET） 塑料盒散装（BC） 一般散装（BP） 

0805 (2012) 2500 10000 5000 

1206 (3216) 3000 5000 5000 

1210 (3225) 2000 ------- 2000 

1808 (4520) 2000 ------- 2000 

1812 (4532) 1000 ------- 2000 

2225 (5763) ------- ------- 500 

注:包装的形式可根据客户的要求来定。 

 
 
 

 

面胶剥离方向 

       面胶

 

传送带 

0~15° 

0～15° 

传送带 

面胶 

面胶剥离方向 
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七. 包装方式: 

☆ 外包装  
         内盒(A 箱)装 10 盘编带品 

区     分 图                示 

内盒(A 箱) 

Size: 200*185*115mm 

 

外箱(W 箱) 

Size: 400*370*220mm 

W 箱可装 6个 A箱 
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八. 使用注意事项: 

片式瓷介电容器(MLCC)在短路或开路的电路中都有可能失效,在超出本承认书或相关说明书中所述使 

用工作环境,或外界机械力超压作用下,电容有可能着火、燃烧.所以按本承认书的有关说明来进行.  

 

      8.1 工作温度： 

             工作温度必须控制在制品承认规格书规定的温度范围内。另电容器的表面温度，包括自身发热，

必须低于最高工作温度。 

      8.2 工作电压: 

           ● 端子间的工作电压必須低于额定电压。当在电容器上同时施加交流与直流电压时其最大峰值电 

压必須低于额定电压；同样当交流或脉冲尖峰信号峰值須低于额定电压. 

● 即使在满足低于额定电压的条件下，若在电容上反复施加高频交流电压或脉冲电压，电容器的 

信赖性也会因此被削减. 

● 减小输入电压的额定值将会大大降低失效率，因为失效率与电压的 3 次方成比例，即额定电压 

为 UR的制品在工作电压为 UW时其失效率按(UW/UR)3 次方的比例降低. 

      8.2 电容器的保存： 

              请不要在以下地方使用或保存电容器 

● 日光直射到的地方 

● 直接接触到水,盐水, 凝结露水的地方 

● 有腐蚀性气体的地方，如硫化氢，亚硫酸，氯气，氨气等 

电容器请不要保管在高温高湿的环境中，应该保管在室温 5~40℃ 湿度 20~70%RH 以内的环境中，

并在 6 个月内使用。 

       8.3 P.C 板的设计: 

               端子上的焊锡量对电容器的信赖性有直接的影响。 

● 若端子上有越多的焊锡，在贴片电容上产生的应力就愈大，贴片电容器被损伤的机率越高.在 

设计 P.C 板时，请设计好焊盘的形状及尺寸，以便使端子上有适量的焊锡. 

● 避免多个端子共享一个焊盘，应使每个端子使用独立的焊盘. 

● 制品 SIZE 及建议的焊盘尺寸 

 

焊锡方式 回流焊 

代码 0805(2012) 1206(3216) 1808(4520) 1812(4532) 

A 0.9~1.2 2.0~2.4 3.1~3.7 3.1~3.7 

B 0.7~0.9 1.0~1.2 1.2~1.4 1.2~1.4 

C 0.9~1.2 1.1~1.5 1.5~2.0 2.4~3.2  

 

电容器 
焊盘 

助焊剂 

AB

C
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八. 使用注意事项: 

● 片式电容器在 P.C 板上的布局建议： 

 不利于抵制弯曲应力 利于抵制弯曲应力 

贴装面 

通孔或工艺缝 

 

贴装面朝上裂开 P.C.B 板 

通孔或工艺缝 

 

贴装面朝下裂开 P.C.B 板 

贴片电容分布图 

垂直于通孔或工艺缝 

 

平行于通孔或工艺缝 

 

与工艺缝间距 

靠近工艺缝时应力大 

 

远离工艺缝时应力较小 

 

 

● 貼片電容器在 P.C 板上位置與機械應力的關系。 

 电容器上的应力 A＞B=C＞D＞E 

 

B 
A＜B 

B 
A＞B 

E

A B

C

D

工藝縫 

通孔 

A A 
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八. 使用注意事项: 

● 推荐布局 

例子

 

推荐设计

与其它SMD元件共用焊盘与金属框架焊接共用焊盘

应避免

PCB
焊盘

电容器 焊锡

导线

阻焊剂

导线

金属框

1

过量的焊锡

2
21＜

焊盘

阻焊剂

阻焊剂

 

 

8.4 表面贴装: 

贴装头的应力如果贴装头调整得过低，贴装头装在贴片电容上产生过大应力导致电容器出现裂纹，

请遵循以下预防措施 

● 请调整贴装头的位置使其底部可接触 P.C 板表面，但不会挤压它； 

● 调整贴装头使静态压力为 1~ 3 牛顿； 

● P.C 板底部的支持支架对贴装头碰撞所产生的动能最小化起很重要的作用，参考如下： 

不推荐 推荐

单面贴裝

双面贴裝

～
裂缝

～

裂缝
焊锡剥离

～

～支架

～

～

支架
 

当定心凸轮损坏时，可能会对电容产生机械冲击力使其破裂，请务必控制好定心轮的尺寸，并给予足够的预防

保养及更换。 
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八. 使用注意事项: 

8.5 粘着剂的量 

 

 

 

a 0.2mm Min 

b 70~100um 

c 不和焊盘连接 

 

8.6 焊锡： 

焊锡时，不要把电容器的本体浸到焊锡液中,焊锡量要适中，请选定合适的焊锡材料. 

● 助焊剂选择: 尽管高活性的助焊剂能提高焊锡性，但其中的活性物质同时也能降低贴片电容 

器的绝缘性。为避免电容器绝缘性的降低，建议如下: 

(1) 建议使用中等活性的树脂型助焊剂(CL 含量 0.1wt%以下)，避免高活性的助焊剂。 

(2) 请适量使用助焊剂，勿使用过量的助焊剂。 

(3) 当使用水溶性助焊剂时，一定要有足够的清洗。 

● 为避免因温度的突然变化而引起的芯片开裂或局部爆炸的现象发生,请按有关温度曲线图表来 

进行 

     (a) 回流焊接温度曲线图 
               

             ℃ 

    温度 

 

 

 

 

 

                                                        时间 

                                                           

                            ＞60S      ＞60S   ＜10S    自然冷却 

 Pb-Sn 焊接 无铅焊接 

尖峰温度 230℃～250℃ 240℃～260℃ 
 

 

b 

c c 

a a 

300 
250 
200 
150 
100 
50 

       
最高温度 预热 
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八. 使用注意事项: 

          (b) 波峰焊接温度曲线图 
 

       温度 

 

 

 

 

 

 

                                                                 时间 

                            ＞60S         ＜3S    自然冷却 

 Pb-Sn 焊接 无铅焊接 

尖峰温度 230℃～260℃ 240℃～270℃ 

(c) 手工焊接温度曲线图 
                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 时间 

＞60S         ＜3S    自然冷却 

 

预热 烙铁头温度 烙铁功率 烙铁头直径 焊接时间 锡膏量 限制条件 

△≤130℃ 最高300℃ 最大20W 建议1mm 最长5s 
≤1/2芯

片厚度 

请勿使用烙铁头直接接

触陶瓷元件 

 

       8.7 焊锡量：当温度变化时,过量的焊锡在贴片电容器上产生很高的张力，从而导致电容器破裂；焊锡 

不足时又会使电容器从 P.C 板上剥离. 

 

过大的张力使得电容器破裂

过量的焊锡

裂紋

 

 

(℃)  
300 

250 

200 

150 

100 

50 

230~260 

最高温度 预热 

(℃)  
300 

250 

200 

150 

100 

50 

 

最高温度 预热 
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九. 使用注意事项: 

最大量

适量的焊锡 最小量

強度过低会引起焊接失敗

焊锡不足 或使电容器从P.C板上剥离

 
      8.8 烙铁焊 

           ● 烙铁头温度因烙铁自身类型、P.C 板的材料及焊盘尺寸不同而有所不同。烙铁头温度愈高焊接 

速度就愈快，但其热冲击可能会导致贴片电容器破裂。建议以下条件： 

温度℃ 功率(W) 烙铁直径(mm) 

300 Max 20 Max 3.0 

● 电烙铁与诱电极直接接触会使贴片电容器破裂,勿使烙铁与端电极接触. 

手工焊接 

    

8.9 清洗: 若洗净液使用不当，助焊剂的残留物或一些其它杂质将会粘附在电容器表面，将会影响电 

容器信赖性特别是其绝缘阻抗. 

● 清洗不足时 

(1) 导线和端电极会被助焊剂时里的卤素腐蚀. 

(2) 助焊剂里的卤素将会附着在电容器的表面，使电容器的绝缘电阻变小. 

(3) 若是使用水溶性助焊剂上述的问题(1)及(2)更为明显. 

● 过量清洗时 

(1) 过量清洗将会破坏电容器表面的涂层材料，使电容器受损伤。 

(2) 当用超声波清洗时，输入过高的超声波能量会对贴片电容器的本体与端电极间的连接产 

生影响。为了避免这些请注意以下事项： 

功率:20W/L Max, 频率:40KHz Max, 时间:5 分钟 Max 

● 若清洗液被污染，卤素含量增加也将会导致与未完全清洗时同样的后果. 

        8.10 P.C. 板的涂装及封装 

● 请确认在此涂层固化时无有害的分解物或还原性气体释放 

● 请确认固化的温度 

8.11 贴片电容器贴装后的操作 

            ● 焊接后的操作中，不要弯曲或是扭曲 P.C. 板，否则电容器会产生断裂或裂纹。 

 

 

 



文 件 编 号：HXA-S03-01(00) 页    数 第 21 页（共 21 页） 

九. 使用注意事项: 

           ● 当对 P.C 板做功能测试时，一般会趋于调高测试探针的压力以防接触不良.但若压力过大使 

P.C 板弯曲,可能会导致贴片电容器破裂或使电极剥离.请调整好测试探针不要使 P.C 板弯曲. 

项目 不合理 合理

P.C板弯曲示意图

端子剥离

检测探针
检测探针

～

支持架

 

● PCB 板分离时弯曲会导致芯片破损或焊缝开裂. 与 PCB 办分离时对芯片施加压力的大小顺序为 

回推＜切割刀＜V 字型槽＜孔装接线,与 PCB 办分离时必须使用专门的加具而不是用手操作. 

       8.12 散落电容器的处理 

           ● 若不小心把电容器掉落在地板上,电容器可能已破裂.一旦发生请不要使用此电容器,特别是 

大尺寸的电容更易引起破裂，请小心操作. 

 

           ● 叠放已贴装好的 P.C 板,P.C 板的一个角可能会碰到另一板上的电容器引起电容的破裂. 

 

 

8.13 其它安全注意事项：   

                

在医疗，航空或其它重要领域，若电容器失效会在社会上造成重大人员伤亡及损失。所以在 

这些领域务必使用专门设计的高信赖性的电容器。使及用于以下产品时，请事先联络. 

● 航空机器,宇宙机器,海底机器,发电厂用机器,医疗机器 

● 运输机器(机动车,汽车,船舶等),交通信号用机器,防灾防犯罪机器,情报处理机器 

● 和上述机器类似的机器 

 

其他有关电容器的使用上的注意事项请联络厦门华信安电子科技有限公司的工程师. 

 

裂缝

地板 

裂缝 
P.C.板 

!


